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Die foigenden Angafoen sind den vorn Anmelder eingereichten Unterllag 
Verfahren zum Handhaben von gedunnten Chips zum Einbringen in Chipkarten 

Es werden Verfahren zum Handhaben von gedunnten 
Chips zum Einbringen in Chipkarten beschrieben. Hierbei 
wird jeweils zunachst ein Wafer mit seiner Vorderseite 
mittels einer Kleberschicht auf einem Tragersubstrat auf- 
geklebt. Dann wird der Wafer von der Ruckseite aus ge 
dunnt und durch Einsagen von der Ruckseite her bis zur 
Kleberschicht in einzeine Chips aufgeteilt. Anschliefcend 
wird die Kleberschicht aufgelost und die einzelnen Chips 
werden vom Tragersubstrat mit einem Saufkopf abgeho- 
ben und in einem speziellen Ablagebehalter zur weiteren 
Verarbeitung abgelegt. Alternativ werden die aus dem 
Wafer gesagten Chips auf der Ruckseite mit einem 
durchggehenden Tragerfilm mittels einer zweiten Kleber- 
schicht beklebt und dann wird die erste Kleberschicht mit 
einem Verfahren aufgelost, welches die zweite Kleber- 
schicht nicht angreift. Die uber den Tragerfilm zusam- 
menhangenden Chips konnen so vom Tragersubstrat ge- 
meinsam abgehoben werden und, nach dem Aufiosen 
der zweiten Kleberschicht, einzein vom Tragerfilm ent- 
nommen werden. Der Wafer kann alternativ auch vor dem 
Sagen auf der Ruckseite mit einem durchgehenden Tra- 
gerfilm mittels einer zweiten Kleberschicht beklebt wer- 
den. Auch in diesem Fall wird die erste Kleberschicht un- 
ter Erhalt der zweiten Kleberschicht aufgelost und es wer- 
den dann die einzelnen durch den Tragerfilm verstarkten 
Chips vom Tragersubstrat abgehoben. 



en entnommen 



uu 

a 



BUNDESDRUCKEREl 09.00 002 045/514/1 13 

BNSDOCID: <^DE_._ 1 9921 230A1 _l_> 



DE 199 21 230 A 1 



l 

Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Handhaben von gedunnten Chips zum Kinbringen in Chip- 
karten. 

Gediinnte Chips werden seit einiger Zeit bereits zur Her- 
stellung von vertikal integrierten Schaltungsslrukturen 
(VIC) verwendet. 

In der DE 44 33 846 Al wird hierzu beschrieben, wie bei 
der Herstellung eines solchen VIC zunachst ein Wafer, hier 
ein sogenanntes Topsubstrat, mit seiner Vorderseite, d. h. 
mit der aktiven bzw. funktionalen IC-Flache, an der sich die 
Bauelementelagen befinden, mittels einer Klebeschicht auf 
ein sogenanntes Handlingsubstrat aufgeklebt und dann von 
der Ruckseite her gedunnt wird. Dieses Diinnen erfolgt z. B. 
durch naBchemisches Atzen oder dureh mechanisches oder 
chemomechanisches Schleifen. Ein solches Topsubstrat 
wird dann mit einer Haftschicht vcrschcn, gcnau jusficrt auf 
ein sogenanntes Bottoms ubstrat. aufgesetzt und mit diesem 
verbunden. AnschlieBend wird das Handlingsubstrat wieder 
entfernt, 

Aus der EP 0 531 723 B ist ein ahnliches Verfahren be- 
kannl, bei dem ein erstes Schaltungsbauelement mit seiner 
aktiven Flache auf ein em Trager befestigt und dann von der 
Ruckseite her gedunnt wird. AnschlieBend wird ein w ei teres 
Schaltungsbauelement auf die Ruckseite des gedunnten 
Chips aufgesetzt und mit diesem mittels Kontaktstellen, die 
zuvor auf der Ruckseite des gedunnten Chips erzeugt wur- 
den, verbunden. Dann wird das aufgesetzte Schaltungsbau- 
element ebenfalls von der Ruckseite her gediinnt, mit Kon- 
taktstellen versehen und ein wei teres Schaltungsbauelement 
aufgesetzt. Dieser Schritt wird mehrfach wiederholt, bis 
schlieBlich die gewunschte Mehrelementepackung von 
ubereinanderliegenden Bauelementen aufgebaut ist. 

Alle diese Verfahren beschreiben nur die Handhabnng der 
Chips in einem Verfahrensstadium, in der sie entweder noch 
nicht gedunnt oder bereits zu einer stabile n Packung aufge- 
baut sind. Verfahren, mit denen einzelne gediinnte Chips ge- 
handhabt werden konnen, urn sie in Chipkarten einzubauen, 
werden nicht angegeben. Insbesondere ist dies auch mit den 
bisher in der Chipkartenfertigung verwendeten Verfahren 
und Werkzeugen nicht moglich. Die Verwendung gedunnter 
Chips ist aber aufgrund ihrer besonderen Flexibilitat gerade 
in den durch Biegung und Torsion haufig hochbeanspruch- 
ten Chipkarten wunschenswert. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren anzugeben, mit dem gediinnte Chips auch einzeln ge- 
handhabt und in Chipkarten eingebracht werden konnen. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemaB den An- 
spriichen 1 , 2 oder 3 gelost. 

Ausgangspunkt ist jeweils, daB zunachst ein Wafer mit 
seiner Vorderseite, an der sich die Bauelemente befinden, 
mittels einer Kleberschicht auf einem Tragersubstrat aufge- 
klebt wird. Dieser Wafer wird dann von der Ruckseite her 
gedunnt. Nach dem Diinnen wird der Wafer in einzelne 
Chips aufgeleilt, indent von der Ruckseite aus in den Wafer 
hineingesagt wird. Das Hineinsagen kann bis zur oder bis in 
die Kleberschicht oder sogar bis in das Tragers ubstrat hinein 
erfolgen. 

Um die Chips nun von dem Tragersub strat abzuheben und 
zu vereinzeln bestehen erfindungsgemaB verschiedene 
Moglichkeiten. 

GemaB Anspruch 1 wird die Kleberschicht auf gelost und 
die einzelnen Chips mit einem Saugkopf vom Tragersubstrat 
abgchobcn. Sic werden dann vorzugswcise in einem spcziel- 
len Ablagebeh alter zur weiteren Verarbeitung abgelegt. Die 
Chips liegen bei dieser Methode mil ihrer Ruckseite nach 
oben in den Spezialbehaltern. Alternativ konnen die Chips 
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selbstverstandlich auch sofort weiterverarbeitet, beispieis- 
weise sofort auf eine Chipkarte oder Chipkarienfolie aufge- 
setzt werden. 

Anspruch 2 sie hi erfindungsgemaB einen weiteren Ver- 
5 fahrensschritt vor, bei dem nach dem Sagen die noch auf 
dem Tragersubstrat behndlichen einzelnen Chips auf der 
Ruckseite mil einem durchgehenden Tragerfilm mittels ei- 
ner zweiten Kleberschicht beklebt werden, AnschlieBend 
wird die erste Kleberschicht mit einer Methode aufgelost, 

10 bei der die zweite Kleberschichl erhalten bleibt. Die Chips 
konnen dann uber den Tragerfilm zusammenhangend, ge- 
meinsam vom Tragersubstrat abgehoben werden. 

AnschlieBend ist dann eine Entnahme der einzelnen 
Chips vom Tragerfilm moglich, indent die zweite Kieber- 

15 schicht aufgelost wird. Auch hier kann die Entnahme mit 
Hilfe eines Saugkopfes oder dergleichen erfolgen. Bei die- 
sem Verfahren liegt dann die aktive Vorderseite des Chips 
oben. 

Nach Anspruch 3 ist erfindungsgemaB vorgesehen, diesen 

20 Tragerfilm direkt nach dem Diinnen des Wafers aufzukle- 
ben, und dann erst den Wafer in einzelne Chips zu zersagen. 
Der Film verbleibt beim Einbau in die Chipkarte auf dem 
einzelnen Chip; der Chip wird son lit durch den Tragerfilm 
verstarkt und ist auch mit den herkommlichen Verfahren 

25 und Werkzeugen handhabbar. Durch die Verwendung geeig- 
neter, z. B. zahelastischer Materialien fiir die Tragerfolie, 
kann diese bei ausreichender Stabilitat des Chip-Folien-Ver- 
bunds relativ diinn gehalten werden. 

Selbstverstandlich konnen auch bei den beiden letztge- 

30 nannten Verfahren die Chips im Laule der weiteren Verar- 
beitung in einem Ablagebehalter zwischengelagert werden. 

Zum Losen der ersten Kleberschicht bei gleichzeitigem 
Erhalt der zweiten Kleberschicht gibt es verschiedene Mog- 
lichkeiten, die je weils von den Eigenschaften der verwende- 

35 ten Klebersorten abhangen. Bevorzugte Methoden sind in 
den Unleranspriichen beschrieben. 

Alternativ ist es prinzipiell auch moglich, daB gemeinsam 
mit der Kleberschicht zwischen Wafer und Tragersubstrat, 
oder auch anstelle dieser Kleberschicht, das Tragersubstrat 

40 selbst aufgelost wird. Es versteht sich von selbst, daB hierzu 
bei den Verfahren gemaB Anspruch 2 oder 3 eine Methode 
gewahlt wird, bei der die zweite Kleberschicht nicht ange- 
griffen wird. 

Die mit den erfindungsgemaBen Verfahren sicher und ein- 

45 fach handhabbaren diinneren Chips sind flexibler und beno- 
tigen weniger Raum ais die herkommlichen Chips. Damit 
sind neue Moglichkeiten eroffnet, die Chips in den Chipkar- 
ten unlerzubringen. 

Hier ist zunachst zu unterscheiden zwischen den Verfah- 

50 ren, bei denen die Chips mit ihrer Vorderseite auf eine z. B. 
bereits nut Leiterbahnen versehene Chipkartenfolie oder die 
Chipkarte aufgesetzt werden (Flip- Chip Technologie), und 
den Verfahren, bei denen die Chips mit ihrer Ruckseite auf 
die Chipkartenfolie oder die Chipkarte aufgesetzt und dann 

55 an den Chip die Leiterbahnen angeschlossen werden. Wel- 
che Methode giinstiger ist, hangt unter anderem davon ab, 
welches der vorgenannten Verfahren zur Abnahme der ge- 
dunnten Chips vom Tragersubstrat verwendet wird, d. h. in 
welche Richtung die Chips bereits orientiert sind. 

60 Bei den Verfahren, bei denen die Chips von der Ruckseite 
aus gehandhabt werden miissen, ist es vorteilhaft, wenn auf 
der Ruckseite der Chips bzw. auf dem Tragerfilm Positions- 
marken aufgebracht werden. An hand dieser Markierungen 
ist eine exakte Ausrichtung des Chips auf der Chipkarte 

65 moglich. Als Positionsmarkicrung bictet es sich an, die 
Schaltungsstruktur des Chips abzubilden. 

Eine liinbaumoglichkeit besteht darin, daB der Chip auf 
eine Chipkartenfolie aufgebracht wird, die auf der dem Chip 
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gegenuberliegenden Ruckseite mil Kontaktflachen versehen 
isl, welche wiederum mit dem Chip fiber Leiterbahnen 
durch die Folic hindurch verbundenen sind. Dieses so aufge- 
bautfi Chipmodul laBt sich dann mil den Kontaktflachen 
nach auBen in eine Kavitat einer Chipkarte einbringen, wie 
das auch bei den bisherigen konventionellen Aufbauten der 
Chipkarten der Fall ist. 

Eine Alternative besteht darin, die Chips beim Zusam- 
menlaminieren zweier Chipkartenfolien zwischen die Fo- 
lien einzubringen. 

Bei einem besonders bevorzugten Einbauverfahren wird 
der Chip jeweils einfach auf die Oberflache einer Chipkarle 
aufgebracht. Vorzugsweise wird der Chip dabei mit seiner 
Vorderseite nach auBen weisend aufgesetzt und anschlie- 
Bend wird die Chipkarte gemeinsam mil dem Chip mit Lei- 
terbahnen versehen. 

Die Leiterbahnen konnen hierbei mit einem Prage- oder 
Drue k verfahren, vorzugsweise mit einem Sicbdruck verfah- 
ren, aufgebracht werden. Aufgrund der geringen AusmaBe 
des gediinnten Chips tragi dieser an der Oberflache der 
Chipkarte kaum auf. Es ist selbstverstandlich aber auch 
mogiich, den Chip in einer flachen Kavilat in die Oberflache 
der Chipkarte einzubringen. Vorteilhafterweise werden die 
offen an der Oberflache befindlichen Chips mit einem 
Sehutzlaek iiberzogen. 

Derartige Chipkarten mil einem auBenliegenden gediinn- 
ten Chip sind im Gegensatz zu den konventionellen Chip- 
karten, bei denen ein herkommlicher Chip in einem Chip- 
modul in einer speziellen Kavitat untergebracht ist, mit er- 
heblich weniger Verfahrensschritten zu fertigen. 

Bei alien Einbauverfahren ist es sowohl mogiich, auf der 
Chipkarte auBenliegende Kontaktflachen anzubringen, als 
auch Spulen oder ahnlicbe Bauteile einzudrucken, so daB 
eine kontaktlose Datenubennittlung von und zur Chipkarte 
mogiich ist. Ebenso ist eine Kombi nation si osung dieser bei- 
den Schnittstellen mogiich (Dual Interface). 

Die erfindungsgemafien Verfahren werden nachfolgend 
anhand von Ausfuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf 
die beigefugten Zeichnungen detaillierter beschrieben. Es 
zeigen schematisch: 

Fig. 1 einen Wafer, der an seiner aktiven Flache mittels 
einer Kleberschicht mit einem Tragersubstrat verbunden ist, 
Fig. 2a einen Wafer gemaB Fig. 1 nach dem Diinnen und 
Aufteilen in einzelne Chips, 

Fig. 2b zwei Chips des Wafers gemaB Fig. 2a in einem 
Spezialbeh alter. 

Fig. 3a einen gediinnten und gesagten Wafer mit Trager- 
film, 

Fig. 3b einzelne Liber den Tragerfilm zusammenhan gen- 
den Chips, 

Fig. 4a einen gemiiB Fig. 3 auf einem Tragersubstrat be- 
festigten und gedunnter Wafer vor dem Zerteilen in einzelne 
Chips, 

Fig. 4b einen gemaB Fig. 4a hergestellten Chip auf einer 
Chipkarte, 

Fig. 5 eine Chipkarte mil einem Chipmodul, 

Fig. 6 eine perspektivische Darstellung eines gedunnten 
("hips mit Positionsmarkierungen, 

Fig. 7-9 Varianten einer Chipkarte mit an der Oberflache 
aufgebrachten gedunnten Chip und nachtraglicher Auftrin- 
gung der AnschluBflachen, 

Fig. 10/11 Herstellung einer Chipkarte durch Zusammen- 
laminieren zweier Kartenfolien, 

Fig. 12/13 Varianten einer Chipkarte mit an der Oberfla- 
che auf bcrcits vorhandene AnschluB flachen aufgebrachten 
gedunnten Chip. 

Bei der Durchfuhrung des Verfahrens wird zunachst ein 
Wafer 1 mit seiner Vorderseite, welche die Bauelemente 2 
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aufweist, auf ein Tragersubstrat 4 aufgeklebt. Als Trager- 
substrat kann z. B. ein anderer Wafer, eine Metallfolie oder 
magnetisierbare Folic oder eine sonstige, in der Chipkarten- 
herstellung ubliche Folic wiePVC, ABS, PC oder ahnliches 
5 dienen. 

Ilierzu wird entweder auf dem Water 1 oder auf dem Tra- 
gersubstrat 4 eine Kleberschicht 3 aufgetragen und anschlie- 
Bend werden die beiden Teile zusammengefugt. 

Der Wafer enthalt in ublicher Weise mehrere nebeneinan- 
10 der angeordnete Schaltkreise, die jeweils einen Standard- 
Chipkartenchip <^der auch einen Speicherchip bilden kon- 
nen. 

Der auf dem Tragersubstrat 4 befestigte Wafer 1 wird 
dann von der Ruckseite bis zu einer vorgegebenen Slarke, 

15 wie in Fig. 1 durch die gestrichelte Linie 9 dargestellt, ge- 
diinnt. Das Diinnen kann mit den herkommlichen Verfahren, 
beispielsweise durch Atzen oder mechanisches Schleifen, 
crfolgcn. Auf dicsc Wcisc ist es mogiich, den Wafer 1 bzw. 
die daraus gefertigten Chips 10 auf eine Starke von unter 

20 100 urn, vorzugsweise ca. 20 pin, zu diinnen. 

GemaB dem in den Fig. 2a und 2b dargestellten Verfahren 
werden dann in den Wafer 1 von der Ruckseite aus bis zur 
Kleberschicht 3 Sageschnitte 7 eingefugt, und somit der Wa- 
fer 1 in einzelne Chips 10 unterteilt Es wird anschlieBend 

25 die Kleberschicht 3 aufgelosl bzw. angelost, wobei die 
Chips 10 mit einem Saugkopf 30 voni Tragersubstrat 4 ab- 
gehoben und in Spezialbehaltern 40 abgelegt werden, wo sie 
zur weiteren Verarbeitung zur Verfugung stehen. Der Saug- 
kopf 30 fur die Entnahme der Dunnchips 10 ist relativ flach 

30 und weist an der Saugoberflache mehrere kleine Locher 31 
auf, die iiber eine Leitung je nach Bedarf mit Saug- bzw. 
Druckluft zum Ansaugen oder Ablegen der Chips 10 beauf- 
schlagt werden konnen. Die Chips 10 konnen den Spezial- 
behaltern 40 in gleicher Weise entnommen und mit einem 

35 Roboter bei der Kartenfertigung plaziert werden. 

Das Losen der Kleberschicht 3 des Tragersubstrats 4 kann 
durch Warmeeinwirkung erfolgen. Ilierzu wird z. B. ein be- 
heizbarer Saugkopf 30 oder eine separate Wannestrahlungs- 
quelle 34, wie in Fig. 4a, verwendet. 

40 Die Fig. 3a und 3b zeigen ein alternatives Verfahren, bei 
dem lclztendlich die aktive Oberflache mit den Bauelemen- 
ten 2 der Chips 10 oben liegt. I lierzu wird auf den gediinn- 
ten und gesagten Wafer 1 mittels einer zwei ten Kleber- 
schicht 6 ein Tragerfilm 5 aufgezogen. Selbstverstandlich 

45 kann es sich bei diesem Tragerfilm 5 auch urn eine selbstkle- 
bende Folie handeln, die bereits mit einer Kleberschicht ver- 
sehen ist. 

Nach Aufbringen dieses Tragerfilms 5 auf die Ruckseite 
des Wafers 1 wird die erste Kleberschicht 3 mit einem Ver- 
50 fahren gelost, welches die zweite Kleberschicht 6 nicht an- 
greift. 

Ilierzu gibt es verschiedene Moglichkeiten. Bei einem er- 
sten bevorzugten Verfahren besteht die erste Kleberschicht 3 
aus einem Kleber, der unter Einwirkung von Licht eines be- 
stirnmten Langenweitenbereichs, beispielsweise UV-Licht, 
zersetzt wird, wobei die zweite Kleberschicht 6 bei dieser 
Bestrahlung gerade aushartet. Bei einem zweiten Verfahren 
besteht die erste Kleberschicht 3 aus einem Kleber, der sich 
unter Warmeeinwirkung zersetzt, wobei die zweite Kleber- 
schicht 6 gerade unter der Warmeeinwirkung aushartet. Al- 
ternativ ist es mogiich, daB die erste Kleberschicht 3 aus ei- 
nem wasserloslichen Kleber besteht, wahrend die zweite 
Kleberschicht 6 nicht wasserloslich ist, oder die zweite Kle- 
berschicht 6 ist losemittelresistent und die erste Kleber- 
65 schicht 3 lost sich bei dem cntsprcchendcn Loscmittel auf. 
Weiterhin ist es mogiich, daB die erste Kleberschicht 3 aus 
einem Kleber besteht, der unter einem Sauerstoffplasma 
oder in einer bestimmten Gasumgebung, z. B. Ozon, zer- 
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setzt wird, wobei die zweite Kleberschicht 6 gegenuber die- 
sen Bedingungen resistent ist. 

Eine andere Mdglichkeit bestehl darin, ein Verfahren zu 
verwenden, mil der geineinsani mil der Kleberschicht 3 oder 
auch anstelle der Kleberschicht 3 das Tragersubstrat 4 selbsr 5 
aufgeldst wird. Das Tragersubstrat 4 kann hierzu aus Styro- 
por oder einem anderen Material bestehen, welches sich in 
einem Plasma oder unter Atzgaseinwirkung oder unter er- 
hohter Temperatur zersetzt. Oder es wird ein Tragersubstrat 
4 aus Karton oder einem ahnlichen Material verwendet, wel- to 
ches wasserloslich ist. 

Nach deiu Auflosen dieser ersten Kleberschicht 3 bzw. 
des Tragersubstrats 4, laBt sich dann der gesamte fiber den 
Tragerfilm 5 zusammenhangende Verband von Chips 10 ge- 
ineinsani abnehmen, wobei die aktive Flache der Chips 10 15 
nach auBen weist. Die einzelnen Chips 10 konnen dann vom 
Tragerhlm 5 entnommen werden, indent die zweite Kleber- 
schicht 6 gcldst wird. 

Die Fig. 4a und 4b zeigen eine dritte Verfahren s moglich- 
keit, bei der zuerst ein Tragerhlm 5 aus einem vorzugsweise 20 
zahelastischen Material, wie Polycarbonate Poly amid, Kup- 
fer, Aluminium, Stahl o. a., auf die Ruckseite des Wafers 1 
mittels einer Kleberschicht 6 aufgeklebt wird. Danach er- 
folgt erst die Unterteilung des Wafers 1 in die einzelnen 
Chips 10 durch Einfugen der Sageschnille 7. SehlieBlich 25 
werden wieder die einzelnen Chips 10 durch Auflosen der 
ersten Kleberschicht 3 oder des Tragersubstrats 4 entnom- 
men. wobei auch hierzu ein Verfahren angewendet wird, 
welches die Klebeverbindung zum Tragerfilm 5 nicht an- 
greift. Die hierbei verwendeten Methoden entsprechen den 30 
obengenannten Verfahren. In Fig. 4a ist schematise h darge- 
stellt, wie ein einzelner Chip 10 mit einem Saugkopf 30 vom 
Tragersubstrat 4 entnommen wird, wobei die Auflosung der 
Kleberschicht 3 durch einen Warmestrahler 34 erfolgt, wo- 
bei gleichzeitig die zweite Kleberschicht 6 aushartet. Bei 35 
diesem Verfahren verbleibt der Tragerfilm 5 auf der Ruck- 
seite des einzelnen Dunnchip 10. 

Die Fig. 5 bis 10 zeigen verschiedene Varianten, wie die 
gediinnten Chips 10 in der bzw. auf der Chipkarte 20 unter- 
gebracht werden konnen. 40 

Je nach Wahl der Herstellungsmethode nach den Fig. 2, 3 
oder 4 ist es sinnvoll, die Chips 10 mit ihrer Vorderseite oder 
mit ihrer Ruckseite auf eine Chipkarte 20 oder eine Chipkar- 
tenfolie 21 aufzusetzen. Wird der Chip 10 mit seiner Vorder- 
seite auf die Chipkarte 20 bzw. ChipkartenfoLie 21 aufge- 45 
setzt, so ist es zweckmaBig, auf die Karte 20 bzw. Folic 21 
zuerst die Leiterbahnen 11 zur Kontaktierung des Chips 10 
anzubringen und dann den Chip 10 darauf zu positionieren. 
Hierzu weist der Chip 10 auf seiner Ruckseite, wie in Fig. 6 
dargestellt, Positionsmarkierungen 8 auf, die beispielsweise 50 
auf den Chip 10 oder auf die Tragerfolie 5 aufgedruckt oder 
eingeatzt sind. 

Fig. 5 beschreibt ein Einbaubeispiel, welches ahnlich den 
bekannten Einbau verfahren konventioneller Chipmodule 
ist. Hierbei wird der Chip 10 zunachst auf eine erste Chip- 55 
kartenfolie 21 aufgesetzt. Auf der gegenuberliegenden 
Ruckseite der Chipkartenfolie 21 behnden sich Kontaktfla- 
chen 23, die mit dem Chip 10 iiber Leiterbahnen 11 durch 
die Chipkartenfolie 21 hindurch mittels Leitkleber verbun- 
den sind. Zwischen dem Chip 10 und der ersten Chipkarten- 60 
folie 21 kann sich eine Unterteilung 15 behnden. Dieses so 
aufgebaute Chipmodui wird in eine entsprechende Kavitat 
24 der Chipkarte 20 eingesetzt und ringsum mit einem ge- 
eigneten Kleber 25 verklebt. 

Die Fig. 10 und 11 zeigen verschiedene Laminiervcrfah- 65 
ren, bei denen der Chip 10 zwischen zwei Chipkartenfolien 
21 und 22 in der Chipkarte 20 angeordnet wird. Die Chip- 
kartenfolien 21, 22 haben typischerweise eine Starke von 
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100-300 pm. Bei dem Verfahren gemaB Fig. 10a wird der 
Chip 10 auf die eine Chipkartenfolie 21 aufgebracht und die 
Leiterbahnen 11 be linden sich auf der anderen Chipkarten- 
folie 22. Der Chip 10 ist hierbei niit seiner Ruckseite auf die 
Chipkartenfolie 21 aufgebracht. AnschlieBend werden die 
beiden Chipkartenfolien passend ubereinander positionierl 
und zusammenlaminiert, so daJJ der Chip 10 durch die Lei- 
terbahnen 11 kontaktiert wird (Fig. 10b). 

Bei dem Verfahren gemaB Fig. 11a werden auf die eine 
Chipkartenfolie 21 zunachst Leiterbahnen 11 aufgebracht. 
Auf diese Leiterbahnen 11 wird dann der Chip 10 mit seiner 
Vorderseite nach unten aufgelegt, so daft gleichzeitig die 
Kontaktierung erfolgt. AnschlieBend wird die zweite Chip- 
kartenfolie 22 dariiber laminiert (Fig. 1 lb). 

Die Leiterbahnen fiihren jeweils zu einer auBenliegenden 
Kontakt flache oder aber zu einem Interface-Baueiement, 
mit dem eine kontaktlose Datenubertragung moglich ist, 
oder sic bilden sclbst ein solchcs Bauc lenient. Um bcim La- 
minierverfahren den Chip 10 bis zum Abdecken mit der 
zweiten Chipkartenfolie 22 auf der ersten Chipkartenfolie 
21 zu halten, kann die Ober flache der ersten Chipkartenfolie 
21 durch ein Sauerstoff- oder Chlorplasma vorbehandelt 
werden, so daB der Chip 10 bis zur Abdeckung und zum La- 
minieren darauf gebondet haftet. Bei dem Verfahren gemaB 
den Fig. 11a und 1 1 b kann die Oberflache auch mil einer Sil- 
berieitpaste bed rue kt sein, welche gleichzeitig die Leiter- 
bahnen 11 bildet, so daB der Chip 10 bis zur Abdeckung und 
zum Laminieren auf der Chipkartenfolie 21 haftet und 
gleichzeitig elektrisch kontaktiert wird. 

Selbstverstandlich ist es auch moglich auf dem gediinnten 
Chip 10 einen Kleber aufzubringen oder als Chipkartenfolie 
21 eine kleberbeschichtete Folie zu verwenden. Insbeson- 
dere bei der Herstellung der Chips 10 nach dem Verfahren, 
wie es in den Fig. 3 a und 3b dargesteflt ist, ist es moglich, 
den Chip 10 direkt vom Tragerhlm 5 durch Anlosen des 
Klebers abzuheben und mit diesem Kleber auf die Chipkar- 
tenfolie 21 aufzukleben, wo der Kleber dann wieder abbin- 
den kann. 

In den Fig. 7, 8 und 9 ist ein vollstandig neues Verfahren 
dargestellt, bei dem der gediinnte Chip einfach an der Ober- 
flache einer Chipkarte aufgesetzt und anschlieBend mit Lei- 
terbahnen 11 bedruckt wird. Der Chip 10 wird auSerdem mit 
einem Schutzlack 12 iiberzogen. Zum Drucken der Leiter- 
bahnen 11 wird vorzugsweise ein Siebdruckverfahren ver- 
wendet. Es ist selbstverstandlich auch moglich, die Leiter- 
bahnen 11 in Form einer Metallfolie aufzubringen. 

In den Fig. 12a bis 12c sind Ausfuhrungsfomien darge- 
stellt, bei denen zunachst die Leiterbahnen auf die Oberfla- 
che aufgebracht und anschlieBend der Chip mit der Vorder- 
seite nach unten auf die AnschluBflachen 11 gesetzt wird. In 
Fig. 12b ist eine zusatzliche Lack und/oder Klebeschicht 13 
zwischen integriertem Schaltkreis 10 und der Oberflache der 
Chipkarte 20 angeordnet, wahrend in F'ig. 12c. Die Chip/ 
Leiterbahnanordnung 10,11 mit einem Heizstempel 14 in 
die Kartenoberflache eingedriickt wird. 

In den Fig. 8 unci 9 befmdet sich der Dunnchip 10 eben- 
falls direkt an der Oberflache der Chipkarte 20, hier jedoch 
in einer kleinen Kavitat 27. Diese Kavitat 27 ist entweder in 
die Chipkarte 20 eingepragt, gefrast oder beim Herstellen 
der Chipkarte 20 gleich mit angespritzt worden (Fig. 8). 

Alternativ wird die Kavitat 27 durch eine entsprechende 
Bedruckung mit Schutzlack 26 oder durch Aufziehen einer 
S chut zfo lie mit Fenster erzeugt (Fig. 9). 

Entsprechende Anordnungen, bei denen zunachst die 
Kontaktflachcn 11 in die Aussparungcn der Oberflache der 
Chipkarte 20 c Inet werden, auf die dann der Chip 10 

gesetzt wird ien Big. 13a bis 13c dargestellt. 

In dem 3c dargestellten Ausfiihrungsbeispiel 
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wird der Chip unter Wanneeinwirkung bundig in die Ober- 
flache der Chipkarte 20 eingepreGt . 

Bei einer Ausfiihrung gemaB Fig. 7 (AnschluBflachen 11 
noeh nicht vorhanden) kann die Folie mit dem bundig mil 
der Oberflache ahschlieBenden Chip beispielsweise mit Sil- 5 
berpaste bedruckt, beschichtet und eventueil gleichzeitig 
kontaktiert werden. 

Bei ail diesen letztgenannten Einbaubeispielen, mit einem 
offen an der Oberflache der Chipkarte befindlichen Chip, 
handell. es sich urn einen neuen und besonders vorteilhaften to 
Aufbau, der mil relativ wenigen Verfahren sschritten, vergii- 
chen mit den herkomm lichen Verfahren, herzustellen ist. 

P a! '.en 1 ans pr u ehe 

15 

1. Verfahren zum Handhaben von gedunnten Chips 
(10) zum Einbringen in Chipkarten (20) mit folgenden 
Vcrf ahrc ns sc hrit 1 en : 

- Aufkleben eines Wafers (1) mit seiner Vorder- 
seite auf ein Tragersubstral (4) mittels einer Kle- 20 
bersehicht (3), 

Dunnen des Wafers (1) von der Ruckseite her, 

- Aufteilen des Wafers (1) in einzelne Chips (10) 
dutch Sagen des Wafers (1) von der Ruckseite ans 
bis zur oder bis in die Kieberschichl (3) oder bis in 25 
das Tragersubstrat (4) hinein, 

- Auflosen der Kieberschichl (3), 

- Abheben der einzelnen Chips (10) vom Trager- 
substrat (4) mit einem Saugkopf (30) zur Ablage 

in einen speziellen Ablagebehalter (40) und/ oder 30 
zur weiteren Verarbeitung. 

2. Verfahren zum Handhaben von gedunnten Chips 
(10) zum Einbringen in Chipkarten (20) mil folgenden 
Verf afire ns schri t ten : 

- Aufkleben eines Wafers (1) mit seiner Vorder- 35 
seite auf ein Tragersubstral (4) mittels einer Kie- 
berschichl (3), 

- Dunnen des Wafers (1) von der Ruckseite her, 

- Aufteilen des Wafers (1) in einzelne Chips (10) 
durch Sagen des Wafers (1) von der Ruckseite aus 40 
bis zur oder bis in die Kleberschicht (3) oder bis in 
das Tragersubstral (4) hinein, 

- Bekleben der aus dem Wafer (1) gesagten 
Chips (10) auf ihrer Ruckseite mit einem durchge- 
henden Tragerfilm (5) mittels einer zweiten Kle- 45 
bersehicht (6), 

- Auflosen der ersten Kleberschicht (3) mit ei- 
nem Verfahren, welches die zweite Kleberschicht 
(6) nicht angreift, 

- Abheben der iiber den Tragerfilm (5) zusam- 50 
menhangenden Chips (10) vom Tragersubstrat (4) 
gemeinsam mit dem Tragerfilm (5), 

- Auflosen der zweiten Kleberschicht (6) und 
Abheben der einzelnen Chips (10) vom Trager- 
film (5). 55 

3. Verfahren zum Handhaben von gedunnten Chips 
(.10) zum Einbringen in Chipkarten (20) mit folgenden 
Verfahrensschritten: 

- Aufkleben eines Wafers (1) mit seiner Vorder- 
seite auf ein Tragersubstrat (4) mittels einer Kle- 60 
bersehicht (3) 

- Dunnen des Wafers (1) von der Ruckseite her, 

- Bekleben des Wafers (1 ) auf der Ruckseite mit 
einem durchgehenden TragernTm (5) mittels einer 
zweiten Kleberschicht (6), 65 

- Aufteilen des Wafers (1) in einzelne Chips (10) 
durch Sagen des Wafers (1) mil dem aufgeklebten 
Tragerfilm (5) von der Ruckseite des Wafers (1) 



her bis zur oder bis in die erste Kleberschicht (3) 
oder bis in das Tragersubstrat (4) hinein, 
- Auflosen der ersten Kleberschicht (3) mit ei- 
nem Verfahren, welches die zweite Kleberschicht 
(6) nicht angreift, 

Abheben der einzelnen Chips (10) vom Trager- 
substrat (4) gemeinsam mit dem Tragerfilm (5). 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die erste Kleberschicht (3) 
aus einem Kleber besteht, der unter Einwirkung von 
Licht eines bestimmten Wellenlangenbereichs zersetzl 
wird, und die zweite Kleberschicht (6) aus einem Kle- 
ber besteht, der unter Einwirkung dieses Lichts aushar- 
tet. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die erste Kleberschicht (3) 
aus einem Kleber besteht, der unter Wanneeinwirkung 
zcrsctzt wird, und die zweite Kleberschicht (6) aus ei- 
nem Kleber besteht, der unter Warmeeinwirkung aus- 
hartet. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die erste Kleberschicht (3) 
aus einem wasserioslichen Kleber besteht und/ oder die 
zweite Kleberschicht (6) aus einem Kleber besteht, der 
losemi 1 1 eiresis ten 1 ist. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die erste Kleberschicht (3) 
aus einem Kleber besteht, der unter einem Sauerstoff- 
plasma oder in einer bestimmten Gasumgebung zer- 
setzt wird, und die zweite Kleberschicht (6) aus einem 
Kleber besteht, der gegenuber diesen Bedingungen re- 
si stent ist. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB gemeinsam mit der Kleber- 
schicht (3) zwischen dem Wafer (1) und dem Trager- 
substrat (4) und/oder ans telle dieser Kleberschicht (3) 
das Tragersubstrat (4) autgelost wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Tragersubstrat (4) aus einem Material be- 
steht, welches sich in einem Plasma und/oder unter 
Gaseinwirkung und/oder unter erhohter Temperatur 
zersetzt und/oder wasserloslich ist. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf der Ruckseite der Chips 
(10) und/ oder des Tragerfilms (5) Positionsmarken (8) 
aufgebracht werden. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Chips (10) jeweils mit 
ihrer Vorderseite auf eine mit Leiterbahnen (11) verse- 
hene erste Chipkartenfolie (21) aufgebracht werden. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Chips (10) jeweils mil 
ihrer Ruckseite auf eine erste Chipkarten fob e (21) auf- 
gebracht und mit Leiterbahnen (11) kontaktiert werden. 

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die erste Chipkartenfolie (21) auf 
der dem Chip (10) gegenuberliegenden Oberflache mit 
Kontaktflachen (23) versehen ist, die mit dem Chip 
(10) iiber die Leiterbahnen (11) verbundenen sind, und 
dieses so aufgebaute Chipmodul mit den Kontaktfla- 
chen (23) nach auBen in eine Kavitat (24) einer Chip- 
karte (20) eingebracht wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die erste Chipkartenfolie (21) mit 
dem Chip (10) mit einer zweiten Chipkartenfolie (22) 
bedeck! wird und die beiden Chipkartenfolien (21, 22) 
zu s ammen laminiert werden . 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
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zeichnel, daB die erste Chipkartenfolie (21) vorbehan- 
delt wird, so daB der Chip (10) bis zum Abdecken niit 
der zweiten Chipkartenfolie (22) auf der ersten Chip- 
kartenfolien (21) haftet.. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 5 
zeichnet, daB die ersle Chipkartenfolie (21) mil einer 
haftenden Leitpaste bedruckt wird, so daB der Chip 
(10) bis zum Abdecken mil der zweiten Chipkartenfo- 
lie (22) auf der ersten Chipkartenfolien (21) haftet und 
gleichzeitig elektrisch kontaktiert ist. 10 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Chips (10) je wells mit 
ihrer Ruckseite auf eine erste Chipkartenfolie (21) auf- 
gebracht werden und die erste Chipkartenfolie (21) mit 
deni Chip (10) mit einer zweiten Chipkartenfolie (22) 15 
bedeckl wird, welche an den entsprechenden Positio- 
nen mit Leiterbahnen (11) versehen ist, und die beiden 
Chipkartenfolien (21, 22) zusanimcnlaminicrt werden. 

18. Verfahren zum Einbringen eines gediannten Chips 
(10) in eine Chipkarte (20), insbesondere nach einem 20 
der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Chip (10) auBenliegend auf eine Oberflache der 
Chipkarte (20) aufgebracht wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Chip (10) mil seiner Vorderseile nach 25 
auBen weisend auf die Oberflache der Chipkarte (20) 
aufgebracht und mit Leiterbahnen (11) versehen wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Chip (10) in eine Kavitat (27) in 
der Oberflache der Chipkarte (20) eingebracht wird. 30 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 18 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (10) unter War- 
meeinwirkung biindig in die Oberflache der Chipkarte 
(20) eingepreBt wird. 

22. Verfahren nach einem der Anspruche 18 bis 21, 35 
dadurch gekennzeichnet, daB der an der Oberflache der 
Chipkarte (20) befindliche Chip (10) mil einem Schutz- 
lack (12) Liberzogen wird. 

23. Verfahren nach einem der Anspruche 1 1 bis 22, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Leiterbannen (11) mit- 40 
tels eines Druck- oder Prageverfahrens aufgebracht 
werden. 

24. Verfahren nach Anspruch 2 und einem der Anspru- 
che 12 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daB der Chip 
(10) vom Tragerfilm (5) abgehoben und auf die Chip- 45 
kartenfolie (21) oder die Oberflache der Chipkarte (20) 
aufgesetzt wird. 

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, da!3 der Chip (10) mittels des Klebers der auf- 
gelosten zweiten Kleberschicht (6) auf die Kartenfolie 50 
(20) aufgeklebt wird. 

26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Chip (10) niit einem Saugkopf (30) 
von der Tragerfolie (5) abgehoben und auf die Karten- 
folie (20) aufgebracht wird, wobei die zweile Kleber- 55 
schicht. (6) unter Warmeeinwirkung gelost wird. 

27. Chipkarte (20) mit mindestens einem gedunnten 
Chip (10), welcher auf einer Oberflache der Chipkarte 
(20) angeordnet ist. 

28. Chipkarte nach Anspruch 27, dadurch gekenn- 60 
zeichnet, daB der Chip (10) mit seiner Vorderseite nach 
auBen auf der Chipkarte (20) angeordnet ist, und au- 
Benseitig auf der Chipkarte (20) und dem Chip (10) 
Leiterbahnen (11) aufgebracht sind. 

29. Chipkarte nach Anspruch 27 oder 28, dadurch gc- 65 
kennzeichnet, daB die Leiterbahnen (11) aufgedruckt 
sind. 

30. Chipkarte nach einem der Anspruche 27 bis 29, 
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dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (10) in einer Ka- 
vitat (27) in der Oberflache der Chipkarte (20) ange- 
ordnet ist. 

31. Chipkarte nach einem der Anspruche 27 bis 30, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (10) biindig in 
die Oberflache der Chipkarte (20) eingepreBt ist. 

32. Chipkarte nach einem der Anspruche 27 bis 31, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (10) mit einem 
Schutzlack (12) uberzogen ist. 
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